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１．概要（Summary） 

Siウェハ上の 10mm×10mmの範囲に 220nm線幅、

長さ 1μm 程度の Au を用いた微細加工パターンを作

製した。レジスト塗布、EB 描画、Au 蒸着、リフトオ

フまで一貫して実施し、結果目的のパターンを得るこ

とに成功した。 
 
２．実験（Experimental） 
合計３日間使用した。 
初日 
スピンコーター：レジスト塗布 
電子線描画装置：パターン描画 

二日目 
ドラフトチャンバー：現像作業 
アッシング装置：現像後残渣除去 
高真空蒸着装置：Au 蒸着 

三日目 
ドラフトチャンバー：剥離作業 
SEM:パターン確認 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1  Patterned Wafer.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 SEM View of Pattern. 
 
作製後のパターンは見た目にも一様に出来ており、

パターニングの重なり、不連続、不均一などは肉眼レ

ベルでは確認されなかった（Fig.1）。 
また、SEM 観察では目標に対して 10-30nm 程度幅

が太いがエッヂ部分や角、長さは図面通りであり、形

状目的に対しては十分なものが出来上がっているこ

とが確認できた（Fig.2,）。なお、この誤差については

EB 描画の露光条件を調整することで改善が見込まれ

ると考えられる。また、5-10nm 程度のエッヂムラが

見られたが、こちらはレジストの粗さに依存するもの

であり対処は困難と推測される。 
いずれにせよほぼ目的通りであり、このように試行

錯誤することなく目標を達成出来た背景には職員の

皆様の御指導の賜物であり感謝とお礼を申し上げる

次第である。 
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